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摘 要

熱壓成形、射出成形和射出壓縮成形模具在進行多次熱壓成形與射出成形或射出壓縮成形 期間，模仁會因為壓力等因素的

影響，造成模仁微結構之損壞，另外，在試模時，如果改變模 仁上的微結構設計，就必需要更換模具零件。在設計模具結

構方面，為了節省更換零件的時間 與成本等，我們需要改變模具的設計方式，本論文將設計具有三面微結構之導光板，可

以依照 設計者的需求，只更換其中一面模仁，或者是更換崁入之模仁板，而不需要更換整副模具。在 模仁微結構加工部

分，可以同時分別進行模仁部份加工，運用不同製程方式製作出各方向之模 仁，如類LIGA製程、微細加工、金屬蝕刻等

。上述所製作之模具，雖然製作成本比較高，但相 對的，往後只需要更換模仁的部份，就可以利用同一副模具，分別進行

射出成形、射出壓縮成 形與熱壓成形，提升模具的效益，減少成本。
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